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预测印刷线路板的爆板问题

Predicting Printed Circuit Board  
Delamination Problem
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问题

在生产过程，尤其波峰焊接中，印刷线路板爆板或层分离是
产品失效的主要原因。因此生产前需要快速测试来预测产品
的失效。

解决方法

热机械分析(TMA)，测量材料的尺寸随温度的变化，是一
个理想，合适的技术来评价材料的爆板开始时间。图1显示
了一个PC 板的TMA 曲线，实验按照以下温度程序进行—以
10˚C/min 的加热速率从30˚C 加热到260˚C，然后恒温
20 min。(260˚C 是典型的波峰焊金属熔化浴的温度。) 在
110˚C 以下(8 min)，基底材料是玻璃态的，有膨胀。在
110˚C，过渡态发生（玻璃化转变），温度高于110˚C，基
底变得更加橡胶态，以更快的速度膨胀。所有这些特性都可
以从如图1所示的TMA 曲线定量，并且提供额外的有价值的
关于材料加工和处理的信息。在260˚C，TMA曲线最初是平
的，（由于从TMA探头上施加力，导致轻微的蠕变发生）直
到爆板发生，明显地显示了突然向上的尺寸改变。对于图1
中的材料，在 260˚C 的爆板时间是 5 min，通常认为这个
时间对于正常的加工处理是不能接受的。图 2 显示了第二块
PC 板的结果。15 min 的爆板时间是可以接受的。 

图1: 多层PCB的TMA 曲线.

备注

TMA 测试的样品是从 PC 板上切割下来的 6.3 mm * 6.3 
mm的正方形，在炉中 105˚C 烘干 2 个小时，以去除湿
气。TMA 探头施加力 0.05N。这个 TMA 爆板测试被评审作
为 IPC 测试的标准方法 (IPC - TM - 650). IPC 步骤认为在 
260˚C，爆板时间超过 10 min 是可以接受的。

图2: 表层PCB的TMA 曲线.
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